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HTV-Gonservation — Der Analytikspezialist

Detaillierte Untersuchungsergebnisse

Innovation

ine zeitgemaRe, rasche und einen Gerate-
park, der auf dem neuesten Stand der Technik ist. So werden durch uns permanent betrachtliche
Investitionen getatigt, um innovativstes und modernstes Analyseequipment zur Verfugung zu
haben. HTV-Conservation trifft damit die hohen Anforderungen der Praxis in Bezug auf genaueste
und aussagekraftige Ergebnisse und Bewertungen.

Fur Bauteile, die sich aufgrund von Oxidation oder korrosiven Prozessen an den Anschlusspins
nicht mehr [oten lassen, bietet HTV-Conservation das auf den jeweiligen Zustand speziell abge-
stimmte revivec®-Aufarbeitungsverfahren an, welches Belage zuverlassig entfernt. Die wertvollen,
moglicherweise nicht mehr beschaffbaren Bauteile, konnen somit wieder in lhrem Lotprozess
verarbeitet werden! Zudem bieten wir hierzu in Kombination eine umfangreiche Palette hochst-

praziser, reproduzierbarer Lotbarkeitstests und somit eine umfassende Analyse und Losung
fur diverse Lotprobleme.

Ein Team hochqualifizierter Spezialisten steht fur Ruckfragen stets zur Verfugung und erleichtert
die Bewertung der ausfuhrlichen Untersuchungsergebnisse. Der personliche Kontakt sowie eine
am Kunden und an der Praxis orientierte Beratung sind fur uns selbstverstandlich!




Der Analytikspezialist




Lichtmikroskopie

Mogliche Anwendungsbereiche:

e Oberflachenuntersuchung von Anschlusspins elektronischer Bauteile
e Untersuchung von Oxidations- und Diffusionsspuren

e Schichtdickenbestimmung

e Dokumentation von Verformungen / Beschadigungen / Rissen

e |eiterplatten-Analysen, Lotstellenuntersuchungen



Schliffbilderstellung

Mogliche Anwendungsbereiche:
e Bestimmung von Ausfallmechanismen an elektronischen Bauteilen
e Ermittlung von Schichtdicken an Bauteilanschlissen

e Untersuchung von Lotungen, Durchkontaktierungen, Bondstellen

e Feststellung von Rissen und anderen Beschadigungen z. B. durch
den Lotprozess oder durch mechanische Belastung

e Erkennung von Leiterplatten-Delamination



Bauteiloffnung

Mogliche Anwendungsbereiche:
e Ermittlung von Uberbelastungen
e Herstellerbestimmung (Originalitat)

e Bondstellenuntersuchung, Mikrorisse,
Strukturfehler




20kV  X1,400 10pm




Rasterelektronenmikroskopie
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Energiedispersives Rontgenanalyse-System (EDX)

.




Rontgeninspektion




Fourier-Transformations-Infrarot Spektroskopie

Maogliche Anwendungsbereiche:

e Ermittlung der Zusammensetzung der
Kunststoffkomponenten von beispiels-
weise der Mold-Masse elektronischer
Bauteile, Tray- und Tape & Reel-
Materialien

® Bestimmung des Wasseranteils im
Kunststoff

® Bestimmung fllichtiger Komponenten
und Bestandteile

einem einmaligen in unserem Hause selbst
entwickelten Datenbanksystem, welches es
uns in kurzester Zeit ermoglicht eine qualitative
Aussage und Vergleichbarkeit hinsichtlich der
eingesetzten Materialien zu erzeugen. Anhand

e Bestimmung, Bewertung und Vergleich
des Alterungszustandes organischer
Materialien



Hochprazises, vollautomatisches Lotbarkeitstestsystem

Mogliche Anwendungsbereiche:

e Bestimmung der Verarbeitbarkeit von
Bauteilen

e | otharkeitstest an Leiterplatten, SMD-Pads
und durchkontaktierten Bohrungen

e Untersuchung von Lotproblemen
e Wareneingangsprufung



Reinigung und
Aufarbeitung
elektronischer
Bauteile

Mdgliche Anwendungshereiche:

e Wiederherstellung der Lotbarkeit

e Reinigung und Aufarbeitung von oxidierten
oder korrodierten Oberflachen

e Entfernen von anorganischen und
organischen Verunreinigungen




Detaillierter Untersuchungsbericht
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Neue Analyse- und Bearbeitungsprozesse:

3-D-Rdntgen
Computertomografie fur die plastische Darstellung verdeckter Details

lonenstrahl-Atzen
Oberflachenstrukturen im Nano-Bereich sichtbar machen

Chip-Ruckpraparation mittels HTV-DIE-Layering ®-Verfahren
Fehleranalyse auf DIE-Ebene durch hochprazises selektives Abtragen der
Chip-Layer

Baugruppen-Analyse
Qualitats- und Fehleranalyse bestlckter Leiterplatten oder Baugruppen

®» Neuverzinnung mit dem HTV-NovaTIN®-Verfahren
Entfernung der vorhandenen Zinnschicht inklusive der intermetallischen
Phase sowie Neuaufbau einer stabilen |6tfahigen Reinzinnschicht

» S-D-ropice

Die Computertomografie (CT) bietet fir Bauteile wie auch fir Baugruppen eine Option zur
zerstorungsfreien Prufung auf eventuell vorhandene Material- oder Verarbeitungs-Fehler.

Mit der dreidimensionalen Darstellung der aus einzelnen Schichtaufnahmen errechneten
Bilder kbnnen unterschiedliche Materialien farblich hervorgehoben, lokalisiert und préazise
analysiert werden.

Mogliche Anwendungsbereiche:
e Inspektion unzuganglicher (L6t-)Stellen
e Qualitatskontrolle komplexer Baugruppen, Gerate oder Leiterplatten etc.

e Festlegung von Schnittbild-Ebenen fir die tiefer gehende Analyse
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lonenstrahl-Atzen

Ubersicht: DIE mit Bondung Ausschnitt: Bondung Detail: Bond-Verbindung

20kV X250 100pm 20kV  X1,300 10pm 20KV X3,500 5pm

Mogliche Anwendungsbereiche:

e Korngrenzen und Walzstrukturen im Nanometerbereich sichtbar machen

e Einschlisse, Verunreinigungen oder z.B. beginnende Whisker-Bildung erkennen
e Exakte Praparation und Identifikation von feinsten Beschichtungen

e Risse oder Delaminationen im Mikro- und Nanobereich sichtbar herausarbeiten

Pin Pin

Lot
Poroser intermetallischer Ubergang

Pad Pad
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Chip-Ruckpriaparation — =/ P ==

Mogliche Anwendungsbereiche:
Sicherung der Design- und Prozessqualitat

Kontrolle und Bewertung ausgewahlter
DIE-Layer

e Gewinnung von Basisinformationen zur
Optimierung des DIE-Layouts

e Fehleranalyse auf DIE-Ebene

Anelyse var Batlertigoar U Laligrgleinien)

Die Bewertung der Fertigungsqualitdt von Baugruppen ist nicht nur im Vorfeld der Langzeit-
Konservierung wichtig. Auch fertigungsbegleitend und im Rahmen von Fehleranalysen sind
entsprechende Untersuchungen zur Prozess-Steuerung unverzichtbar!

Durch die vielseitigen hochmodernen Analyse-Mdglichkeiten wird Fehlerpotential friihzeitig
ermittelt und geeignete Korrekturen koénnen schnellstmdglich umgesetzt werden. Die
Untersuchungen werden individuell mit dem Kunden abgestimmt oder anhand gangiger
Normen (z. B. IPC-A-610) durchgefihrt.

Ein detaillierter Untersuchungsbericht stellt mit einer aussagekraftigen Bilddokumentation
den aktuellen Zustand der Baugruppe oder Leiterplatte dar.
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Mogliche Anwendungsbereiche:
e Oxidierte Oberflachen bei Bauteilen mit dlteren Date-Codes

Schlechte Lotbarkeit falsch gelagerter Bauteile

Umlegierung von ,verbleit* auf ,bleifrei*

Selektive Entfernung intermetallischer Phasen

Neuverzinnung von ausgeltteten Bauteilen

Vorsprung durch Innovation

HT

Ihr Produkt ist unser Produkt

HTV-Conservation GmbH e Robert-Bosch-Str. 28 e D-64625 Bensheim
Tel: +49 (0)6251 84800-0 e Fax: +49 (0)6251 84800-30
info@htv-conservation.com e www.htv-conservation.com

© HTV® Alle Rechte vorbehalten WD-05-52 V1.0



